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报告简介

《国家集成电路产业发展推进纲要》明确了中国集成电路产业发展的四大任务：着力发展集成电路设计

业、加速发展集成电路制造业、提升先进封装测试业发展水平、突破集成电路关键装备和材料。《国家

集成电路产业发展推进纲要》提出，2020年与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速

超过20%;2030年产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越式发展。

在中国集成电路产业的发展中，封装测试行业一直保持着稳定增长的势头。特别是近几年来，中国集成

电路封装行业在中国产业升级大时代背景下，符合国家战略发展方向，有完善的政策资金支持，国内本

土封装测试企业的快速成长;同时，国外半导体公司向国内大举转移封装测试业务，中国的集成电路封装

测试行业充满生机。

受益于物联网、人工智能、新一代显示技术以及国产CPU和存储器等新应用市场所带来的市场机遇，封

测技术也在过去的几年里不断向前发展。本土龙头企业长电科技、华天科技和通富微电子更是全都进入

全球前十，并在先进封装关键技术方面不断突破。

这主要是因为扇出型封装不仅具有超薄、高I/O脚数等特性，还可以省略黏晶、打线等而步骤，大幅减少

材料及人工成本。最重要的是，使用这种封装技术打造出来的芯片具有体积小、成本低、散热佳、电性

优良、可靠性高等优势，这就使得全球厂商对其更加关注。其中，单芯片扇出封装主要用于基频处理器

、电源管理、射频收发器等芯片;高密度扇出封装则主要用于处理器、记忆体等芯片。

市场的需求也加快了扇出型封装技术的发展，现在正在迅猛发展的5G就是像先进封装的机会。预计到20

22年，全球射频前端市场规模将达到259亿美元，其中，封测市场将超过30亿美元。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据

了国家统计局、国家工业和信息化部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国半导体行
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业协会封装分会、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资

料，对中国集成电路封装及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代技术、发展趋势、新

技术等进行了分析，并重点分析了中国集成电路封装行业发展状况和特点，以及中国集成电路封装行业

将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的集成电路封装行业发展态势作了详细分析，并对集

成电路封装行业进行了趋向研判，是集成电路封装经营、开发企业，服务、投资机构等单位准确了解目

前集成电路封装业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
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第八节 通富微电子股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第九节 无锡华润安盛科技有限公司

一、企业发展简况
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二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十节 江阴苏阳电子股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十一节 深圳赛意法微电子有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十二节 南通华达微电子集团有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况
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三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十三节 深圳安博电子有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十四节 江苏新潮科技集团有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十五节 乐山无线电股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务
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四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十六节 广东风华芯电科技股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十七节 深圳市汇聚新兴产业有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十八节 上海先进半导体制造股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道
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五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十九节 深圳市矽格半导体科技有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第二十节 智瑞达科技(苏州)有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第二十一节 深圳电通纬创微电子股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势
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六、企业最新发展动向

第二十二节 上海松下半导体有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第二十三节 苏州晶方半导体科技股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第二十四节 沛顿科技(深圳)有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向
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第二十五节 矽格微电子(无锡)有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第二十六节 浙江东和电子科技有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第二十七节 气派科技股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第二十八节 山东凯胜电子股份有限公司
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一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第二十九节 恒汇电子科技有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第三十节 深圳市中洋田电子技术股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第五部分 发展前景展望
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【要想在如今竞争激烈的市场上站稳脚跟，应紧随市场的脚步向前发展进步，那么未来集成电路封装行

业发展前景怎样?投资机会在哪里?】

第九章 2026-2031年集成电路封装行业前景及趋势预测

第一节 2026-2031年集成电路封装行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第二节 2026-2031年集成电路封装市场发展前景

一、2026-2031年集成电路封装市场发展潜力

二、2026-2031年集成电路封装市场发展前景

三、2026-2031年集成电路封装行业发展趋势

第三节 2026-2031年中国集成电路封装行业发展预测

一、2026-2031年中国集成电路封装市场规模预测

二、2026-2031年中国集成电路封装行业供给预测

三、2026-2031年中国集成电路封装行业需求预测

第四节 中国集成电路封装行业存在的问题及对策

一、中国集成电路封装行业存在的问题

二、集成电路封装行业发展的建议对策

第十章 2026-2031年集成电路封装行业投资价值评估分析

第一节 集成电路封装行业投资特性分析

一、集成电路封装行业进入壁垒分析

二、集成电路封装行业盈利因素分析

三、集成电路封装行业盈利模式分析
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第二节 集成电路封装行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、集成电路封装行业投资现状分析

第三节 中国集成电路产业投资基金

一、国家集成电路产业投资基金

1、大基金基本情况

2、大基金的重要意义

3、大基金一期投资情况

(1)投资企业梳理

(2)投资方式分析

(3)投资领域分析

(4)一期成果汇总

4、大基金二期投资动态

5、大基金取得的成效

6、大基金下一步的工作思路

二、芯片产业基金地方动态分析

三、推进中国芯片产业发展的投融资建议

1、鼓励发展集成电路产业风险和私募投资资本

2、积极参与海外收购，集中建立产业园

3、加强与国际资本合作，推动中国企业走出去
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4、建设集成电路投融资平台，促进资本和产业的交流

第四节 2026-2031年集成电路封装行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、集成电路封装行业投资机遇

第五节 2026-2031年集成电路封装行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第六节 中国集成电路封装行业投资建议

一、集成电路封装行业主要投资建议

二、中国集成电路封装企业融资分析

第六部分 发展战略研究

【集成电路封装业有哪些案例参考?如何制定发展战略?】

第十一章 集成电路封装行业案例分析研究

第一节 集成电路封装行业并购重组案例分析

一、集成电路封装行业并购重组成功案例分析
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二、集成电路封装行业并购重组失败案例分析

三、经验借鉴

第二节 集成电路封装行业经营管理案例分析

一、集成电路封装行业经营管理成功案例分析

二、集成电路封装行业经营管理失败案例分析

三、经验借鉴

第三节 集成电路封装行业营销案例分析

一、集成电路封装行业营销成功案例分析

二、集成电路封装行业营销失败案例分析

三、经验借鉴

第十二章 集成电路封装行业发展战略研究

第一节 集成电路封装行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对中国集成电路封装品牌的战略思考

一、集成电路封装品牌的重要性

二、集成电路封装实施品牌战略的意义
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三、集成电路封装企业品牌的现状分析

四、中国集成电路封装企业的品牌战略

五、集成电路封装品牌战略管理的策略

第三节 集成电路封装经营策略分析

一、集成电路封装市场细分策略

二、集成电路封装市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、集成电路封装新产品差异化战略

第四节 集成电路封装行业发展战略研究

一、2026-2031年集成电路封装行业投资战略

二、2026-2031年细分行业投资战略
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图表：集成电路产业链示意图

图表：2021-2026年中国集成电路产业结构分析

图表：中国集成电路产业长三角地区分布概况

图表：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析

图表：2021-2026年中国集成电路设计市场销售额走势

图表：集成电路设计业新发展策略

图表：集成电路制造业发展主要特点分析

图表：2021-2026年集成电路制造业规模分析

图表：2021-2026年中国集成电路制造业盈利能力分析

图表：2021-2026年中国集成电路制造业运营能力分析

图表：2021-2026年中国集成电路制造业偿债能力分析

图表：切筋凸模的一般设计方法

图表：管控影响开裂的因素的方法分析

图表：2021-2026年中国集成电路销售收入及增长情况

图表：2021-2026年中国集成电路市场产品结构图

图表：2021-2026年中国集成电路市场应用结构图

图表：2021-2026年中国集成电路市场品牌竞争结构

图表：2026-2031年全球it支出预测

图表：2026-2031年亚太地区it支出预测

图表：2021-2026年中国通信设备制造业主要经济指标

图表：集成电路封装技术在医疗电子领域应用分析

图表：中国集成电路封装测试行业企业类别
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图表：集成电路封装行业上游议价能力分析

图表：集成电路封装行业下游议价能力分析
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